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製品のハイライト

• 外付け部品と総コストを削減

• ショットキー不要の同期整流動作

• 内部補償

• セラミック・コンデンサのみを使用した小型レイアウトが

可能

• DC/DC レギュレータの在庫を削減

• 幅広い入力電圧範囲：4V～60V
• 調整可能な出力電圧範囲：0.9V～VINの 90%
• 外部クロック同期を使用した可変スイッチング周波数：

400kHz～2.2MHz
• 消費電力を低減

• ピーク効率：94%
• 外部バイアス入力による効率向上が可能

• シャットダウン電流：4.65µA
• 工業環境の悪条件下において信頼性の高い動作

• ヒカップ・モードによる過負荷保護機能を内蔵

• RESETを備えた出力電圧モニタリング機能を内蔵

• 調整可能なソフトスタート

• プログラマブルな EN/UVLO スレッショルド

• プリバイアスされた出力電圧への単調増加性スタートアップ 
• 過熱保護

• CISPR 32 クラス B 準拠

概要

Himalaya シリーズの電圧レギュレータ IC、パワー・モジュール、

およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリュー

ションを実現します。MAX17571 は、MOSFET を内蔵した高効

率、高電圧の Himalaya 同期整流式降圧 DC/DC コンバータで、

4V～60V の入力電圧範囲で動作します。このコンバータは、最

大 1.5A の電流を供給できます。出力電圧は、0.9V から VIN の

90%までの範囲で設定可能です。−40ºC～+125ºCでの帰還電圧の

レギュレーション精度は±1.2%です。出力電圧範囲にわたる補

償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。

MAX17571 は、ピーク電流モード制御のアーキテクチャを採用

し、固定周波数の強制パルス幅変調（PWM）モードで動作しま

す。プログラマブルなソフトスタート機能により、入力突入電

流を低減することができます。また、このデバイスはイネーブ

ル／入力低電圧ロックアウト・ピン（EN/UVLO）も搭載してお

り、必要な入力電圧レベルでデバイスをオンすることができま

す。MAX17571 は最小オン時間が短いため高いスイッチング周

波数を実現でき、また、小型のソリューション・サイズが可能

です。

MAX17571 は、12 ピンの TDFN-EP パッケージ（3mm × 3mm）

を採用しています。シミュレーション・モデルも提供されてい

ます。

簡略化したアプリケーション回路図 

端子説明

オーダー情報はデータシート末尾に記載されています。

日本語参考資料 

最新版英語データシートはこちら 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/products/max17571.html
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max17571.pdf
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絶対最大定格 
VIN～PGND .................................................................  −0.3V～+65V 
EN/UVLO～SGND  ........................................... −0.3V～(VIN + 0.3V) 
EXTVCC～SGND  ....................................................... −0.3V～+26V 
BST～PGND ................................................................. −0.3V～+70V 
LX～PGND  ....................................................... −0.3V～(VIN + 0.3V) 
BST～LX ..................................................................... −0.3V～+6.5V 
BST～VCC  .................................................................... −0.3V～+65V 
RESET、SS、RT/SYNC～SGND .............................. −0.3V～+6.5V 
PGND～SGND  ........................................................... −0.3V～+0.3V 
FB～SGND .................................................................. −0.3V～+1.5V 

VCC～SGND ...............................................................  −0.3V～+6.5V 
LX の全 RMS 電流  ................................................................... ±1.6A 
連続消費電力（TA = +70°C、+70°C を超えると 24.4mW/°C で 
ディレーティング）（多層基板） ..................................  1951mW 
出力短絡時間 .............................................................................  連続 
動作温度範囲  .......................................................... −40°C～+125°C 
ジャンクション温度  ............................................................  +150°C 
保存温度範囲  .......................................................... −65°C～+150°C 
リード温度（はんだ処理、10s）  ......................................   +300°C 
はんだ処理温度（リフロー）  ............................................  +260°C 

Note 1： ジャンクション温度が+125ºC を超えると、動作寿命が短くなります。 

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。これらの規定はストレス定格のみを定めたものであり、この仕様の動作セクションに記載する
規定値以上でデバイスが正常に動作することを意味するものではありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバイスの信頼性に影響を与えます。 

パッケージ情報

パッケージの熱抵抗は、JEDEC 規格 JESD51-7 に記載の方法で 4 層基板を使用して求めたものです。パッケージの熱に対する考慮事項の

詳細については、www.maxim-ic.com/thermal-tutorial を参照してください。 

最新のパッケージ外形図とランド・パターン（フットプリント）に関しては、www.maximintegrated.com/packages で確認してください。

パッケージ・コードの「+」、「#」、「−」は RoHS対応状況のみを示します。パッケージ図面は異なる末尾記号が示されている場合があ

りますが、図面は RoHS 状況に関わらず該当のパッケージについて図示しています。 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/technical-articles/thermal-characterization-of-ic-packages.html
https://www.analog.com/jp/design-center/packaging-quality-symbols-footprints/package-index.html
https://pdfserv.maximintegrated.com/package_dwgs/21-0664.PDF
https://pdfserv.maximintegrated.com/land_patterns/90-0397.PDF
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電気的特性
（特に指定のない限り、VIN = VEN/UVLO = 24V、RRT/SYNC = 40.2kΩ、CVCC = 2.2µF、VPGND = VSGND = VEXTVCC = 0V、LX = SS = RESET =オープ

ン、VBST − VLX間= 5V、VFB = 1V、TA = −40ºC～125ºC。代表値は TA = +25ºC での値です。特に指定のない限りすべての電圧は SGND を基

準としています。）（Note 2）

https://www.analog.com/jp/index.html
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（特に指定のない限り、VIN = VEN/UVLO = 24V、RRT/SYNC = 40.2kΩ、CVCC = 2.2µF、VPGND = VSGND = VEXTVCC = 0V、LX = SS = RESET =オープ

ン、VBST − VLX間= 5V、VFB = 1V、TA = −40ºC～125ºC。代表値は TA = +25ºC での値です。特に指定のない限りすべての電圧は SGND を基

準としています。）（Note 2）

Note 2： 電気仕様については、TA = +25ºC の条件で出荷テストが実施されています。全動作温度範囲における仕様は、設計および 
特性評価により確保されています。

https://www.analog.com/jp/index.html
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標準動作特性

（特に指定のない限り、VIN = VEN/UVLO = 24V、VSGND = VPGND = 0V、CVCC = 2.2µF。 代表値は TA = +25ºC での値です。すべての電圧は

SGND を基準としています。） 

https://www.analog.com/jp/index.html
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（特に指定のない限り、VIN = VEN/UVLO = 24V、VSGND = VPGND = 0V、CVCC = 2.2µF。 代表値は TA = +25ºC での値です。すべての電圧は

SGND を基準としています。） 

https://www.analog.com/jp/index.html
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（特に指定のない限り、VIN = VEN/UVLO = 24V、VSGND = VPGND = 0V、CVCC = 2.2µF。 代表値は TA = +25ºC での値です。すべての電圧は

SGND を基準としています。） 

https://www.analog.com/jp/index.html
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ピン配置

端子説明

ピン 名称 説明 

1 VIN 電源入力。入力電源範囲は 4V～60V です。 

2  EN/UVLO 
イネーブル／低電圧ロックアウト入力。EN/UVLO をハイにすると、出力電圧がイネーブルされます。VIN

と SGND の間に配置された抵抗分圧器の中間ノードに接続して、デバイスがオンになる入力電圧（低電圧

スレッショルド）を設定します。常時動作させるには、VINにプルアップします。

3  RESET  

オープンドレインのステータス出力。プルアップ抵抗を介してRESETピンを VCCに接続することで、出力

電圧の状態をモニタできます。FB が設定値の 92%を下回ると、RESET出力はローになります。FB が設定

値の 95%を上回った後、1024 クロック・サイクル経過してからRESETはハイになります。デバイスがイ

ネーブルの状態で VINが 4V を超えている場合に、RESETは有効です。

4  SS ソフトスタート入力。SS と SGND の間にコンデンサを接続してソフトスタート時間を設定します。

5  VCC  5V LDO 出力。最小 2.2µF/0603 の低 ESR セラミック・コンデンサを VCCと SGND の間に接続します。 

6  RT/SYNC 

スイッチング周波数の設定、および外部クロック同期入力。RT/SYNCとSGNDの間に抵抗を接続すること

で、スイッチング周波数を400kHz～2.2MHzの範囲で設定できます。また、このピンを使用してデバイスを

外部クロックに同期させることができます。詳細については、スイッチング周波数の選択と外部周波数同

期のセクションを参照してください。

7  FB フィードバック入力。FB は、出力電圧と SGND の間に配置された抵抗分圧器の中間ノードに接続します。

8  SGND 信号グランド。

9  EXTVCC 内部 LDO 用の外部電源入力。EXTVCC ピンに 5V～24V の電圧が印加されると、内部 LDO がバイパスされ

効率が向上します。

10  BST ブートストラップ・コンデンサ・ピン。BST と LX の間に 0.1µF のセラミック・コンデンサを接続します。 

11  LX  スイッチング・ノード・ピン。LX はインダクタのスイッチ側に接続します。デバイスがシャットダウン・

モードに入っている場合、LX は高インピーダンスです。

12  PGND 電源グランド。PGND は外部の電力グランド・プレーンに接続します。SGND ピンと PGND ピンを 1 つに

まとめ、VCCバイパス・コンデンサのグランド・リターン・パスに接続します。 

− EP 
露出パッド。EP は必ず IC の SGND ピンに接続してください。また、複数のサーマル・ビアを使用して

EP を大きなグランド・プレーンに接続することで最適な熱性能が得られます。EP とサーマル・ビアの正

しい接続例については、MAX17571 EVKIT のデータシートを参照してください。

https://www.analog.com/jp/index.html
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機能図 

https://www.analog.com/jp/index.html
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詳細

MAX17571 は、MOSFET を内蔵した高効率、高電圧の Himalaya 同期整流式降圧 DC/DC コンバータで、4V～60V の幅広い入力電圧範囲で

動作します。このデバイスは、最大 1.5A を供給し、0.9V から VINの 90%までの範囲の出力電圧を生成します。出力電圧とスイッチング周

波数の全範囲にわたる補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。帰還電圧のレギュレーション精度は、−40ºC～

+125ºC の範囲で±1.2%です。

このデバイスは、ピーク電流モード制御のアーキテクチャを採用し、固定周波数の強制 PWM モードで動作します。内部のトランスコン

ダクタンス誤差アンプが内部ノードで積分誤差電圧を生成します。そして、PWM コンパレータ、ハイサイド電流検出アンプ、スロープ

補償発生器を使用してデューティ・サイクルを設定します。クロックの各立上がりエッジでハイサイド MOSFET がオンになり、最大

デューティ・サイクルに達するまで、もしくはピーク電流制限値が検出されるまで、オンの状態を維持します。ハイサイド MOSFET がオ

ンの間、インダクタ電流が増加してインダクタにエネルギーを蓄積し、出力に電流を提供します。スイッチング・サイクルの残りの期間

は、ハイサイド MOSFET がオフになり、ローサイド MOSFET がオンになります。インダクタ電流が減少すると、インダクタは蓄積した

エネルギーを放出して出力に電流を提供します。

このデバイスはRT/SYNCピンを搭載しており、スイッチング周波数の設定と外部クロックへの同期が可能です。また、調整可能な入力低電圧

ロックアウト（EN/UVLO）、調整可能なソフトスタート（SS）、オープンドレインのRESET、および外部バイアス入力（EXTVCC）を

搭載しています。

リニア電圧レギュレータ（VCC）

MAX17571 は、VCCに電源を供給する 2 つの低ドロップアウト・レギュレータ（IN-LDO と EXT-LDO）を内蔵しています。IN-LDO は VIN

ピンから、EXT-LDO は EXTVCC ピンから電源が供給されます。IN-LDO は、VIN と EN/UVLO がパワーアップされている間イネーブルに

なります。EXTVCC ピンの電圧に応じて、これら 2 つのリニア電圧レギュレータのうちの 1 つだけが動作します。パワーアップ時に

EXTVCC ピンの電圧が 4.7V（VEXTVCC-UVR）より高い場合、設定されたソフトスタート時間の終了時に IN-LDO から EXT-LDO への切替え

が発生します。EXT-LDO から VCC に電源を供給することでチップの内部損失を低減し、高入力電圧での効率を向上させることができま

す。5V～24V の出力電圧範囲では、効率を向上させるため EXTVCC ピンをコンバータの出力電圧ノードに接続してください。代表的な

VCC の出力電圧は 5V です。VCC は、2.2µF の低 ESR セラミック・コンデンサを使用して SGND にバイパスしてください。VCC は、内部ブ

ロックとローサイド MOSFET ドライバに電源を供給し、外部ブートストラップ・コンデンサを再充電します。

MAX17571 は、VCC の電圧が 3.8V（VCC-UVR）より高い場合にのみ、スイッチングを開始します。このデバイスは低電圧ロックアウト回路

を採用しており、VCC が 3.58V（VCC-UVF）を下回るとコンバータをオフにします。220mV の UVLO ヒステリシスにより、パワーアップ／

パワーダウン時のチャタリングを防止します。

降圧コンバータの出力を EXTVCC ピンに接続するアプリケーションでは、出力がグランドに短絡した場合、通常の機能に影響を及ぼすこ

となく EXT-LDO から IN-LDO にシームレスに切り替わります。EXTVCC は 0.1µF の低 ESR セラミック・コンデンサを使用して SGND に

バイパスしてください。また、降圧コンバータの出力ノードと EXTVCCピンの間に 4.7Ωの抵抗を接続することで、VCCバイパス・コンデ

ンサの放電電流を制限し、誘導性の出力短絡状態が生じたときに EXTVCC ピンが絶対最大定格（−0.3V）に達することがないよう保護し

ます。EXTVCC ピンを使用しない場合は SGND に接続します。

スイッチング周波数の選択と外部周波数同期

MAX17571 のスイッチング周波数は、RT/SYNC ピンと SGND の間に接続した抵抗を使用して、400kHz～2.2MHz の値に設定できます。抵

抗を使用しない場合、周波数は 490kHz に設定されます。スイッチング周波数（fSW）と RT/SYNC ピンに接続した抵抗（RRT/SYNC）の関係

は、次式によって表されます。

ここで、RRT/SYNCの単位は kΩ、fSWの単位は kHz です。一般的に使用されるいくつかのスイッチング周波数に対する RT/SYNC の抵抗値を

表 1 に示します。 

RT/SYNC ピンを使用して、デバイスの内部発振器と外部システムのクロックを同期させることができます。MAX17571 を外部クロックに

同期するには、RT/SYNCピンとSGNDの間に抵抗を接続する必要があります。外部クロックは、図1に示すような回路を介してRT/SYNC
ピンにカップリングしてください。外部クロックを RT/SYNC ピンに印加すると、外部クロックの立上がりエッジを 16 回検出した後、内

部発振器の周波数が（RT/SYNC の設定に基づく元の周波数から）外部クロックの周波数に切り替わります。外部クロックのロジックハ

イ・レベルは 2.1V より高く、ロジックロー・レベルは 0.8V より低くする必要があります。また外部クロックのパルス幅は 50ns 以上にす

る必要があります。RT/SYNC の抵抗は、スイッチング周波数が外部クロック周波数より 10%低い値になるように選択してください。

https://www.analog.com/jp/index.html
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表 1. スイッチング周波数と RT/SYNC 抵抗の関係 

図 1. 外部クロック同期 

動作入力電圧範囲 

目的の出力電圧に対する動作入力電圧の最小値と最大値は、以下に示すように計算します。

ここで、

VIN(MIN) =最も厳しい条件での最小入力電圧  
VIN(MAX) =最も厳しい条件での最大入力電圧  
VOUT =公称出力電圧の設定値 
IOUT(MAX) =最大負荷電流 
RDCR(MAX) =最も厳しい条件でのインダクタの DC 抵抗  
fSW(MAX) =最大スイッチング周波数（kHz）  
tOFF_MIN(MAX) =最も厳しい条件での最小スイッチ・オフ時間（125ns）  
tON_MIN(MAX) =最も厳しい条件での最小スイッチ・オン時間（80ns） 
RDS_ONL(MAX)、および RDS_ONH(MAX) =最も厳しい条件でのローサイド MOSFET のオン抵抗、およびハイサイド MOSFET のオン抵抗 

VIN(MIN)は、最大 IOUT(MAX)の負荷電流に対して出力を VOUTにレギュレーションできる最小入力電圧です。負荷電流が IOUT(MAX)より低い場合

は、それに応じて必要な最小入力電圧も低くなります。IOUT(MAX)の負荷に対して VIN(MIN)より低い入力電圧が印加された場合、出力電圧を

レギュレーションできない可能性があります。

VIN(MAX)は、コンバータのスイッチング周波数を設定値に維持できる最大入力電圧です。VIN(MAX)を超える入力電圧が印加された場合、ス

イッチング・パルスをスキップすることで実効的なスイッチング周波数を低下させ、出力を VOUTにレギュレーションします。
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過電流保護 

MAX17571 は堅牢な過電流保護（OCP）方式を備えており、過負荷条件下および出力短絡条件下のデバイスを保護します。ハイサイド・

スイッチ電流が内部制限値の 2.79A（IPEAK-LIMIT）を超えたときは常に、サイクルごとに動作するピーク電流制限によってハイサイド

MOSFET がオフになり、ローサイド MOSFET がオンになります。ハイサイド・スイッチ電流の暴走に対する 3.09A（IRUNAWAY-LIMIT）の電

流制限によって、高入力電圧下や、十分な出力電圧が得られない出力短絡条件下のデバイスを保護し、降圧コンバータのオン時間の間に

生成されたインダクタ電流を元に戻します。暴走電流の制限が 1 回発生しただけでヒカップ・モードがトリガされます。また、ソフトス

タートの完了後、何らかの故障が原因で帰還電圧が 0.58V（VFB-HICF）を下回ると常に、ヒカップ・モードが有効になります。

ヒカップ・モードでは、ヒカップ・タイムアウト時間（スイッチング周波数の半分の 32,768 クロック・サイクル）の間、スイッチングを

一時停止することにより、コンバータを保護します。ヒカップ・タイムアウト時間が終わると、すぐにソフトスタートを再試行します。

過負荷条件下でソフトスタートが試行されたときに帰還電圧が VFB-HICF を超えていない場合、デバイスは設定されたスイッチング周波数

の半分の周波数で、ソフトスタートの設定時間と 1024 クロック・サイクルの期間、スイッチングを続けます。出力短絡条件下では、ヒ

カップ・モード動作により消費電力を低減します。

RESET出力 
MAX17571 は、RESETコンパレータを内蔵し、出力電圧の状態をモニタします。オープンドレインのRESET出力には、外付けのプルアッ

プ抵抗が必要です。RESETは、帰還電圧（VFB）が 95%（VFB-OKR）より高くなった後、1024 スイッチング・サイクル経過してからハイ

（高インピーダンス）になります。VFB が 92%未満（VFB-OKF）に低下するとRESETはローになります。サーマルシャットダウンの間、ま

たは EN/UVLO ピンが VENFより低くなった場合にも、RESETはローになります。 

プリバイアス出力 

デバイスがプリバイアスされた出力で開始した場合、コンバータが出力から電流をシンクしないようにハイサイド・スイッチとローサイ

ド・スイッチの両方がオフになります。ハイサイドおよびローサイド・スイッチは、PWM コンパレータから最初の PWM パルスの指示が

来てから、スイッチングを開始します。その後、出力電圧は内部リファレンスに合わせて目標値まで滑らかに上昇します。

サーマルシャットダウン保護

MAX17571 は、サーマルシャットダウン保護機能を内蔵し、デバイスの平均総消費電力を制限します。デバイスのジャンクション温度が

+165ºC を超えると、内蔵のサーマル・センサーがデバイスをシャットダウンすることで冷却できるようにします。ジャンクション温度が

冷却されて 10ºC 下がると、デバイスはソフトスタートによってオンします。通常動作時に不要なサーマルシャットダウン保護をトリガし

ないで済むように、総消費電力は注意深く評価してください（消費電力のセクションを参照）。
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アプリケーション情報

入力コンデンサの選択 

入力フィルタ・コンデンサは、電源から流れるピーク電流を低減すると共に、回路のスイッチングによって生じる入力のノイズと電圧

リップルを低減します。入力コンデンサの RMS 電流（IRMS）は次式で定義されます。

ここで、IOUT(MAX)は最大負荷電流です。 

IRMSは、入力電圧が出力電圧の 2 倍（VIN = 2 × VOUT）になったときに最大値をとるため、次式が得られます。 

長期的に最高の信頼性を確保するために、RMS 入力電流での温度上昇が+10ºC 未満となる入力コンデンサを選択してください。入力には、

高いリップル電流性能を備えた低 ESR のセラミック・コンデンサを使用します。工業用アプリケーションでは、温度安定性に優れた X7R
コンデンサを推奨します。入力容量は、次式を使用して計算します。

ここで、

D = VOUT/VINで、コンバータのデューティ比 
fSW =スイッチング周波数（kHz） 
ΔVIN =許容入力電圧リップル 
η =効率 

入力コンデンサを選択する際には、DC バイアス電圧によるセラミック・コンデンサのディレーティングを考慮する必要があります。

ディレーティング曲線は、主要なセラミック・コンデンサのメーカーから入手可能です。

電源がデバイスの入力から離れているアプリケーションでは、セラミック・コンデンサと並列に電解コンデンサを接続する必要がありま

す。これにより、長い入力電源パスのインダクタンスと入力セラミック・コンデンサによって発振が生じた場合でも減衰させることがで

きます。

インダクタの選択

インダクタンス値（L）、インダクタの飽和電流（ISAT）、および DC 抵抗（RDCR）は、インダクタにとって重要な 3 つのパラメータで、

デバイスを動作させるために仕様規定する必要があります。スイッチング周波数と出力電圧によって、インダクタ値を次式のように求め

ます。

ここで、VOUTと fSWは公称値で、fSWの単位は kHz です。この式で計算された値に最も近い値を持つインダクタを選択します。 

計算値に最も近い低損失のインダクタで、許容可能なサイズと可能な限り低 DC 抵抗を持つものを選択します。インダクタの定格飽和電

流（ISAT）は、ピーク電流制限値を超えた場合にのみ飽和が生じるよう、十分に大きな値にする必要があります。 

出力コンデンサの選択 

工業用アプリケーションでは、優れた温度安定性を備えている X7R セラミック出力コンデンサが使用に適しています。出力コンデンサは、

アプリケーションにおける最大出力電流の 50%の負荷ステップに対応できる大きさにします。これにより、出力電圧の変動を出力電圧の

約 3%以内に抑えられます。必要な最小出力容量は次のように計算されます。
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ここで、

ISTEP =負荷電流ステップ 
tRESPONSE =コントローラの応答時間 
ΔVOUT =許容される出力電圧変動 
fC =クローズドループの目標クロスオーバー周波数（Hz） 
fSW =スイッチング周波数 

スイッチング周波数が 500kHz以下の場合、fCには fSWの 1/9を選択します。スイッチング周波数が 500kHzより高い場合、fCには 55kHzを
選択します。出力コンデンサを選択する際には、DC 電圧によるセラミック・コンデンサのディレーティングを考慮する必要があります。

ディレーティング曲線は、主要なセラミック・コンデンサのメーカーから入手可能です。

ソフトスタート・コンデンサの選択

MAX17571は、調整可能なソフトスタート動作によって突入電流を低減します。SSピンと SGNDの間にコンデンサを接続して、ソフトス

タート時間を設定します。選択した出力容量（COUT_SEL）および出力電圧（VOUT）から、次式のようにソフトスタート・コンデンサに必

要な最小値が得られます。

ソフトスタート時間（tSS）と SS に接続されたコンデンサ（CSS）の関係は、次式で表されます。

例えば、ソフトスタート時間を 2ms に設定する場合、SS ピンと SGND の間に 12nF のコンデンサを接続します。デバイスは、スタート

アップの間、設定された出力公称電圧の 66.7%に達するまで、設定されたスイッチング周波数の半分の周波数で動作します。

出力電圧の調整

出力電圧は、出力コンデンサ（VOUT）の正端子と SGND の間に接続した抵抗分圧器を使用して設定します（図 2 参照）。分圧器の中間

ノードは FB ピンに接続します。以下の手順で抵抗分圧器の値を計算します。

出力と FB ピンの間の抵抗 RFB_TOPは次のように計算します。

ここで、

RFB_TOPの単位は kΩ 
fC =クロスオーバー周波数（Hz） 
COUT_SEL =選択した出力コンデンサの DC バイアス電圧における実際の容量（F） 

FB ピンと SGND の間の抵抗 RFB_BOTは次のように計算します。 

RFB_BOTの単位は kΩ です。 
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図 2. 出力電圧の調整 

低電圧ロックアウト・レベルの設定 

このデバイスは、調整可能な入力低電圧ロックアウトを備えています。デバイスがオンになる電圧は、VIN と SGND の間に接続した抵抗

分圧器を使用して設定します（図 3参照）。分圧器の中間ノードは EN/UVLOに接続します。RUVL_TOPには 3.3MΩを選び、RUVL_BOTは次の

ように計算します。

ここで、VINUはデバイスをオンにしなければならない電圧です。VINUは、0.8 × VOUTより高い値にして、スロー・パワーアップ（ソフトス

タートより低速）／スロー・パワーダウン時にヒカップが生じないようにしてください。

EN/UVLOピンが外部の信号源で駆動されている場合は、信号源の出力と EN/UVLOピンの間に最小 1kΩの直列抵抗を接続することを推奨

します。これにより、ラインの電圧リンギングを低減します。

図 3. 入力低電圧ロックアウトの設定 

消費電力 

ある動作条件において、デバイスの温度上昇をもたらす電力損失は次のように見積もることができます。

ここで、

POUT =出力電力 
η =コンバータの効率 
RDCR =インダクタの DC 抵抗 

標準的な多層基板におけるパッケージの熱性能の指標を以下に示します。

デバイスのジャンクション温度は、与えられた周囲温度の最大値（TA(MAX)）に対して次式を使用して見積もることができます。 
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アプリケーションが温度管理システムを備えており、適切なヒート・シンクの使用によりデバイスの露出パッドが所定の温度（TEP(MAX)）

に保たれている場合、デバイスのジャンクション温度は最大周囲温度から次のように見積もることができます。

ジャンクション温度が+125ºC を超えると、動作寿命が短くなります。 

PCB レイアウト時のガイドライン 
パルス電流が流れるすべての接続は、できるだけ短く、かつ幅広にしてください。電流の di/dt が高くなってしまうため、これらのパター

ンのインダクタンスは絶対最小値を保つようにしてください。電流が流れるループのインダクタンスはループで囲まれた面積に比例する

ため、ループの面積が非常に小さければインダクタンスは低減します。また、電流ループの面積を小さくすると放射 EMI が低減します。

IC の周囲にパターンを配線する場合、信号グランド（SGND）とスイッチング電流の電源グランド（PGND）は分離してください。PCB
レイアウトは、設計における熱性能にも影響を与えます。

• 入力コンデンサは VINピンと PGND ピンのできるだけ近くに配置します。

• VCCコンデンサは VCCピンの近くに接続し、もう一方の端子は SGND プレーンに接続します。

• BST コンデンサは BST ピンと LX ピンの近くに配置します。

• インダクタは LX ピンのできるだけ近くに配置します。LX ピンとインダクタの間を接続するパターンの長さと面積を最小限に抑えます。 
• 出力コンデンサは、インダクタのできるだけ近くに配置し、スイッチとは反対側に接続します。

• 入力コンデンサと出力コンデンサの PGND 端子は、PGND ピンのできるだけ近くに配置して、PGND プレーンに接続します。

• RT/SYNC 抵抗、SS コンデンサ、および FB 抵抗は、それぞれのピンのできるだけ近くに配置します。これらの部品の反対側の端子は

SGND プレーンに接続します。

• 電源と負荷へのすべての接続を短くして、インダクタンスを最小レベルに保ちます。

• PGND ノードと SGND ノードは 1 点で接続します。そして、スイッチング動作が最小になる VCCバイパス・コンデンサの負端子で接続

します。

• 複数のサーマル・ビアを使用して EP を大きなグランド・プレーンに接続することで最適な熱性能が得られます。

推奨される PCB レイアウトおよび配線については、MAX17571 の評価用キット（www.maximintegrated.com から入手可能）のレイアウト

を参照してください。
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代表的なアプリケーション回路 

図 4. 5V 出力の標準アプリケーション回路 

図 5. 3.3V 出力の標準アプリケーション回路 

https://www.analog.com/jp/index.html


analog.com.jp Analog Devices | 18 

オーダー情報

+は鉛（Pb）フリー／RoHS 準拠のパッケージであることを示します。 

T =テープ＆リール。 

*EP =露出パッド。 
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降圧 DC/DC コンバータ 

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるい

は利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許

または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙

記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容につ

いては、英語版をご参照ください。 Analog Devices | 19 

改訂履歴 

版数 改訂日 説明 改訂ページ

0 7/22 市場投入のためのリリース −

https://www.analog.com/jp/index.html

	製品のハイライト
	概要
	簡略化したアプリケーション回路図
	端子説明
	絶対最大定格
	パッケージ情報
	電気的特性
	標準動作特性
	ピン配置
	端子説明
	機能図
	詳細
	リニア電圧レギュレータ（VCC）
	スイッチング周波数の選択と外部周波数同期
	動作入力電圧範囲
	過電流保護
	,RESET.出力
	プリバイアス出力
	サーマルシャットダウン保護

	アプリケーション情報
	入力コンデンサの選択
	インダクタの選択
	出力コンデンサの選択
	ソフトスタート・コンデンサの選択
	出力電圧の調整
	低電圧ロックアウト・レベルの設定
	消費電力
	PCBレイアウト時のガイドライン

	代表的なアプリケーション回路
	オーダー情報



